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晶片的封装装置及其散热件与散热件的制
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(57)摘要

一种晶片的封装装置，包含基板及被粘结在

基板的一层胶料上且与该基板界定出一个容纳

空间的散热件，该容纳空间供电连接于该基板的

晶片容纳，该散热件包含：面向该晶片且与该晶

片相隔一个间隙的基壁，及连接在该基壁的周围

的围绕壁。该围绕壁包括供胶料渗入的数个皿

孔。每一皿孔具有第一孔段、第二孔段，及介于并

连接该第一孔段与该第二孔段间且孔径最小的

衔接段，该衔接段供胶料覆盖。该散热件的制造

方法包含下列步骤：以穿孔冲头沿冲击方向冲击

并贯穿该散热件的围绕壁形成穿孔；及以迫挤冲

头沿冲击方向相对该穿孔冲击该散热件的围绕

壁并迫挤穿孔周围的金属材料。借此，加强该散

热件与该基板的结合保持力，进一步提升结合强

度。
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1.一种散热件，被粘结在一个基板的一层胶料上，且与该基板界定出一个容纳空间，该

容纳空间供电连接于该基板的一个晶片容纳，其特征在于：

该散热件包含：

一个基壁，面向该晶片且与该晶片相隔一个间隙；及

一个围绕壁，连接在该基壁的周围，并包括面向该基板的一内表面、反向该内表面的一

外表面、沿一轴线方向贯穿该内表面与该外表面且供胶料渗入的数个皿孔，每一皿孔具有

邻近该基板的一个第一孔段、远离该第一孔段的一个第二孔段，及介于并连接该第一孔段

与该第二孔段间且孔径最小的一个衔接段，该第一孔段、该衔接段供胶料覆盖，及该第二孔

段仅部分供胶料覆盖，且该第二孔段沿该轴线方向的深度大于该第一孔段沿该轴线方向的

深度。

2.根据权利要求1所述的散热件，其特征在于：该第一孔段的孔径大于该第二孔段的孔

径。

3.根据权利要求2所述的散热件，其特征在于：该衔接段具有面向该基板的一个第一

面，及反向于该第一面的一个第二面。

4.根据权利要求3所述的散热件，其特征在于：该第一面可以是平面、斜面、凸弧面其中

一种。

5.根据权利要求3所述的散热件，其特征在于：该第二面可以是平面、斜面、凸弧面其中

一种。

6.根据权利要求3所述的散热件，其特征在于：该衔接段还具有连接该第一面的一端与

该第二面的一端的一个侧面。

7.一种封装装置，用于封装一个晶片，其特征在于：该封装装置包含：

一个基板，包括承载该晶片的一个表面，及涂布在该表面的一层胶料；及

如权利要求1所述的散热件。

8.一种如权利要求1所述的散热件的制造方法，其特征在于：以一个穿孔冲头，及两个

迫挤冲头为工具，至少一个迫挤冲头的外径大于该穿孔冲头的外径，该散热件为金属材料，

该制造方法包含下列步骤：

步骤a：以该穿孔冲头沿一个冲击方向冲击并贯穿该散热件的围绕壁，使该围绕壁形成

一个穿孔；及

步骤b：以所述迫挤冲头沿该冲击方向相对该穿孔冲击该散热件的围绕壁，形成该皿孔

的第一孔段与第二孔段，并迫挤该围绕壁的穿孔周围的金属材料形成位于所述迫挤冲头间

的该衔接段。

9.根据权利要求8所述的散热件的制造方法，其特征在于：所述散热件的制造方法还进

一步以外径小于该穿孔冲头的一个修型冲头为工具，且还包含下列步骤：

步骤c：以该修型冲头沿该冲击方向通过该皿孔，使该衔接段的边缘沿该冲击方向延

伸。

10.根据权利要求8所述的散热件的制造方法，其特征在于：所述迫挤冲头至少其中的

一个，具有形成在其端缘的一个塑形面，该塑形面可以是平面、斜面、凹弧面其中一种，在步

骤b被所述迫挤冲头迫挤的金属材料，会依循所述塑形面形成该衔接段。
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晶片的封装装置及其散热件与散热件的制造方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种封装用的散热件，特别是涉及一种晶片的封装装置及其散热件与

散热件的制造方法。

背景技术

[0002] 参阅图1，一种现有的封装装置1，用于封装一个晶片2。该封装装置1包含电连接于

该晶片2的一个基板11、涂布在该基板11上且环绕该晶片2的一层胶料12，及与该基板11通

过该胶料12粘结且不与该晶片2接触的一个散热件13。该散热件13包括数个穿孔131。借此，

当该散热件13相对该胶料12压合时，该胶料12会渗入所述穿孔131中，使该散热件13通过该

胶料12与该基板11粘结，并达到封装该晶片2的目的。

[0003] 惟，所述穿孔131的内表面的表面积较小，且通常为光滑的表面，因此，在长时间使

用，及热胀冷缩的状态下，与该胶料12的结合保持力不足，很容易有脱落的问题。

发明内容

[0004] 因此，本发明的目的，即在提供一种能够提升结合保持力，及结合强度的晶片的封

装装置及其散热件与散热件的制造方法。

[0005] 于是，本发明的一种散热件，被粘结在一个基板的一层胶料上，且与该基板界定出

一个容纳空间，该容纳空间供电连接于该基板的一个晶片容纳，该散热件包含：一个基壁，

及一个围绕壁。

[0006] 该基壁面向该晶片且与该晶片相隔一个间隙。

[0007] 该围绕壁连接在该基壁的周围，并包括供胶料渗入的数个皿孔，每一皿孔具有邻

近该基板的一个第一孔段、远离该第一孔段的一个第二孔段，及介于并连接该第一孔段与

该第二孔段间且孔径最小的一个衔接段，该衔接段供胶料覆盖。

[0008] 本发明的散热件，该第一孔段的孔径大于该第二孔段的孔径。

[0009] 本发明的散热件，该衔接段具有面向该基板的一个第一面，及反向于该第一面的

一个第二面。

[0010] 本发明的散热件，该第一面可以是平面、斜面、凸弧面其中一种。

[0011] 本发明的散热件，该第二面可以是平面、斜面、凸弧面其中一种。

[0012] 本发明的散热件，该衔接段还具有连接该第一面的一端与该第二面的一端的一个

侧面。

[0013] 本发明的封装装置，用于封装一个晶片，该封装装置包含：一个基板，及前述的散

热件。

[0014] 该基板包括承载该晶片的一个表面，及涂布在该表面的一层胶料。

[0015] 本发明的散热件的制造方法，以一个穿孔冲头，及两个迫挤冲头为工具，至少一个

迫挤冲头的外径大于该穿孔冲头的外径，该散热件为金属材料，该制造方法包含下列步骤：

[0016] 步骤a：以该穿孔冲头沿一个冲击方向冲击并贯穿该散热件的围绕壁，使围绕壁形
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成一个穿孔。

[0017] 步骤b：以所述迫挤冲头沿该冲击方向相对该穿孔冲击该散热件的围绕壁，形成该

皿孔的第一孔段与第二孔段，并迫挤该围绕壁的穿孔周围的金属材料形成位于所述迫挤冲

头间的该衔接段。

[0018] 本发明的制造方法，还进一步以外径小于该穿孔冲头的一个修型冲头为工具，且

还包含下列步骤：

[0019] 步骤c：以该修型冲头沿该冲击方向通过该皿孔，使该衔接段的边缘沿该冲击方向

延伸。

[0020] 本发明的制造方法，所述迫挤冲头至少其中的一个，具有形成在其端缘的一个塑

形面，该塑形面可以是平面、斜面、凹弧面其中一种，其中，在步骤b被所述迫挤冲头迫挤的

金属材料，会依循所述塑形面形成该衔接段。

[0021] 本发明的功效在于：利用所述衔接段的设计，不但能够提升粘结时的表面积，且能

够使渗入所述皿孔中且覆盖所述衔接段的胶料，呈现铆钉状的外形及铆合效果，而加强该

散热件与该基板的结合保持力，进一步提升结合强度。

附图说明

[0022] 本发明的其他的特征及功效，将于参照图式的实施方式中清楚地呈现，其中：

[0023] 图1是一张剖视图，说明一种现有的封装装置；

[0024] 图2是一张剖视示意图，说明本发明散热件的一个实施例用于封装一个晶片；

[0025] 图3是该实施例的一张部分放大剖视示意图；

[0026] 图4是一张部分放大剖视示意图，说明该实施例中一个散热件的第二个态样；

[0027] 图5是一张部分放大剖视示意图，说明该实施例中一个散热件的第三个态样；

[0028] 图6是一张部分放大剖视示意图，说明该实施例中一个散热件的第四个态样；

[0029] 图7是一张部分放大剖视示意图，说明该实施例中一个散热件的第五个态样；及

[0030] 图8～图10是示意图，说明本发明用来制造该散热件的一个皿孔的制造方法。

具体实施方式

[0031] 在本发明被详细描述之前，应当注意在以下的说明内容中，类似的元件是以相同

的编号来表示。

[0032] 参阅图2与图3，本发明散热件的一实施例，为金属材料，被粘结在一个基板3的一

层胶料4上，且与该基板3界定出一个容纳空间30。该容纳空间30供电连接于该基板3的一个

晶片5容纳。该散热件包含：一个基壁6，及一个围绕壁7。

[0033] 该基壁6面向该晶片5且与该晶片5相隔一个间隙d。

[0034] 该围绕壁7连接在该基壁6的周围，并包括面向该基壁3的一内表面701、反向该内

表面701的一外表面702、沿一轴线方向X贯穿该内表面701与该外表面702且供胶料4渗入的

数个皿孔71。每一皿孔71具有邻近该基板3的一个第一孔段711、远离该第一孔段711的一个

第二孔段712，及介于并连接该第一孔段711与该第二孔段712间且孔径最小的一个衔接段

713。且该第二孔段712沿该轴线X方向的深度L2大于该第一孔段711沿该轴线X方向的深度

L1。
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[0035] 在本实施例中，该第一孔段711的孔径大于该第二孔段712的孔径。

[0036] 该衔接段713具有面向该基板3的一个第一面7131，及反向于该第一面7131的一个

第二面7132。在本实施例中，该第一面7131是平面。该第二面7132是斜面。

[0037] 借此，当该围绕壁7朝该基板3方向挤压时，胶料4就会由所述皿孔71的第一孔段

711渗入，并朝所述第二孔段712流动，而覆盖所述衔接段713。借此，当胶料4固化后，就会呈

现铆钉状的外形及铆合效果，使散热件通过该围绕壁7上的皿孔71与该胶料4、该基板3结

合，而形成封装该晶片5的封装装置。

[0038] 参阅图4～图7，是本发明散热件的第二个态样～第五个态样，其与图3中的皿孔71

大致相同，差异处在于：

[0039] 参阅图4，该第一面7131是平面。该第二面7132是凸弧面。

[0040] 参阅图5，该第一面7131是斜面。该第二面7132是凸弧面。

[0041] 参阅图6，该第一面7131是平面。该第二面7132是平面。

[0042] 参阅图7，该皿孔71的衔接段713还具有连接该第一面7131的一端与该第二面7132

的一端的一侧面7133。该第一面7131是平面。该第二面7132是平面。该侧面7133是平面。

[0043] 借此，利用所述衔接段713的设计，都能够使固化后的胶料4，呈现铆钉状的外形及

铆合效果，使散热件通过该围绕壁7上的皿孔71与胶料4与该基板3结合，而形成封装该晶片

5的封装装置。由于本领域技术人员根据以上说明可以推知扩充细节，因此不多加说明。

[0044] 参阅图8～图10，是本发明用来制造该散热件的一个皿孔71的制造方法，以一个穿

孔冲头81、一个迫挤冲头82、外径大于该迫挤冲头82的另一个迫挤冲头83，及外径小于该穿

孔冲头81的一个修型冲头84为工具。该迫挤冲头82的外径可以略小于该穿孔冲头81的外

径、或略大于该穿孔冲头81的外径、或等于该穿孔冲头81外径，并具有形成在端缘的一个塑

形面821。该塑形面821配合该皿孔71的衔接段713的第二面7132可以是平面、或斜面、或凹

弧面。该迫挤冲头83具有形成在端缘的一个塑形面831。该塑形面831配合该皿孔71的衔接

段713第一面7131可以是平面、或斜面，值得说明的是，虽然图未示，该塑形面831也可以是

凹弧面，而对应使该第一面7131形成凸弧面。

[0045] 该制造方法包含下列步骤：

[0046] 步骤a：参阅图8，以该穿孔冲头81沿一个冲击方向L冲击并贯穿该散热件的围绕壁

7，使该围绕壁7形成一个穿孔70。

[0047] 步骤b：参阅图9，以所述迫挤冲头82、83沿该冲击方向L相对该穿孔70冲击该散热

件的围绕壁7，形成该皿孔71的第二孔段712与第一孔段711，并迫挤该围绕壁7的穿孔70(如

图8)周围的金属材料形成位于所述迫挤冲头82、83间的该衔接段713。

[0048] 步骤c：以该修型冲头84沿该冲击方向L通过该皿孔71，使该衔接段713的边缘沿该

冲击方向L延伸。

[0049] 借此，当该衔接段713的边缘如图3～图5所示，会因为步骤c而去除毛边。当该衔接

段713的边缘如图7所示，会因为步骤c而形成该侧面7133。

[0050] 值得说明的是，本发明也可以省略步骤c，借此，当所述迫挤冲头82、83的塑形面

821、831都是平面时，会因为省略步骤c而形成如图6所示的凸缘状态。

[0051] 另外，要说明的是，在本实施例中，该迫挤冲头82的外径略大于该穿孔冲头81，因

此，在与该迫挤冲头82相对该穿孔70冲击该散热件的围绕壁7的过程中，都会有迫挤金属材
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料的情形。当该迫挤冲头82的外径与该穿孔冲头81的外径相同时，虽然不会有迫挤金属材

料的情形，但是，仍然可以在与该迫挤冲头82相对该穿孔70冲击该散热件的围绕壁7的过程

中，以该塑形面821形成供金属材料变形的空间。当该迫挤冲头82小于该穿孔冲头81时，会

与该穿孔70形成供溢料的间隙，由于前述溢料会形成不规则面，能够进一步扩增与胶料4的

粘结表面积。

[0052] 经由以上的说明，可将前述实施例的优点归纳如下：

[0053] 1、本发明利用所述衔接段713的设计，不但能够提升散热件粘结时的表面积，且能

够使渗入所述皿孔71中且覆盖所述衔接段713的胶料4，呈现铆钉状的外形及铆合效果，而

加强该散热件与该基板3的结合保持力，进一步提升结合强度。

[0054] 2、所述皿孔71的成型方式，只需以冲压方式就可以完成，制程相当简易，且快速。

[0055] 以上所述者，仅为本发明的实施例而已，当不能以此限定本发明实施的范围，即凡

依本发明权利要求书及说明书内容所作的简单的等效变化与修饰，皆仍属本发明的范围。
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